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(54) 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법

요약

본 발명은 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법에 관한 것으로, 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩의 
본딩 방법에 있어서 슬럿이 형성된 다이 패드의 상부에 위치하게 되는 반도체 칩의 하부 면 전체에 접착
제 층을 형성시켜 다이 패드의 슬럿부 상부에 위치하는 반도체 칩의 하부 면에도 접착제가 도포된 상태로 
반도체 칩을 다이 패드에 압력을 가하여 접착하고 응고시키는 본딩 방법을 제공함으로써, 접착제가 다이 
패드 슬럿 내부로 흘러드는 것(overflow)을 방지하여 작업성의 저하를 막고, 크기가 작은 small chip인 
경우에도 슬럿이 형성된 다이 패드의 적용이 가능하다는 장점이 있다.

대표도

도6

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩과의 종래의 본딩 방법을 이용한 반도체 칩 패키지의 단면도
이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 의하여 반도체 칩의 하부 면 전체에 접착제가 도포된 상태를 나타내는 단
면도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 의하여 접착제가 도포된 반도체 칩의 하부 면을 슬럿이 형성된 다이 패드
의 상부 면에 접착시킨 상태를 나타내는 단면도이다.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 의하여 슬럿이 형성된 다이 패드의 상부 면 전체에 접착제가 도포된 상
태를 나타내는 단면도이다.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 의하여 반도체 칩의 하부 면을 접착제가 도포되어 있는 슬럿이 형성된 
다이 패드의 상부 면에 접착시킨 상태를 나타내는 단면도이다.

도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩과의 본딩 방법을 이용한 반도체 
칩 패키지의 단면도이다.

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10, 110 : 반도체 칩   12, 112 : 접착제

20, 120 : 내부 리드   22, 122 : 외부 리드

24, 124 : 다이 패드   26, 126 : 슬럿

30, 130 : 성형 수지

발명의 상세한 설명
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    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법에 관한 것으로, 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩의 
본딩 방법에 있어서, 슬럿이 형성된 다이 패드의 상부에 위치하게 되는 반도체 칩의 하부 면 전체에 접착
제 층을 형성시켜 다이 패드의 슬럿부 상부에 위치하는 반도체 칩의 하부 면에도 접착제가 도포된 상태로 
반도체 칩을 다이 패드에 압력을 가하여 접착하고 응고시키는 본딩 방법에 관한 것이다.

통상적인 반도체 칩 패키지는 리드프레임의 다이 패드 상부 면에 반도체 칩을 실장하여 접착제를 사용하
여 접착하는 구조를 가지고 있다.  이와 같은 패키지는 구조가 간단하기 때문에 대량 생산과 제조 단가를 
절감할 수 있는 장점이 있다.  그러나 완제품으로서의 반도체 패키지가 공급되기 전에 행해지는 신뢰성 
검사의 진행시에, 패키지 몸체 내부에 흡습되는 수증기에 의해 다이 패드와 칩간의 박리가 발생되는 단점
이 있다.

이러한 문제점을 보완하기 위해서 리드프레임의 다이 패드 뒷면에 딤풀(dimple) 혹은 슬럿(slot)을 형성
시키는 방법이 적용되고 있다.

도 1은 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩과의 종래의 본딩 방법을 사용한 반도체 칩 패키지의 단면도
이다.

도 1을 참조하면, 슬럿(26)이 형성되어 있는 다이 패드(24)의 상부 면에 접착제(12)가 도포되어 있고, 도
포된 접착제 층(12)의 상부 면에 반도체 칩(10)이 장착되어 있다.  다이 패드(24)에 대향하는 복수 개의 
내부 리드(20) 및 내부 리드(20)와 일체형인 복수 개의 외부 리드(22)가 형성되어 있고, 다이 패드(24), 
접착제(12), 반도체 칩(10) 및 내부 리드(20)는 성형 수지(30)에 의해 내재, 봉지되어 있다.  그리고, 외
부 리드(22)는 성형 수지(30)에 의해 봉지된 패키지 몸체로부터 돌출되어 있다.

상기와 같은 반도체 칩 패키지에서는 슬럿(26)이 형성되어 있는 다이 패드(24)의 상부 면에 접착제(12)를 
도팅(dotting)방법으로 도포한 후, 도포된 접착제 층(12)의 상부 면에 반도체 칩(10)을 장착하기 때문에, 
다이 패드(24)의 슬럿부(26) 상부에 위치한 반도체 칩(10)의 하부 면에는 접착제(12)가 도포되어 있지 않
은 구조를 갖고 있다.

이와 같은 구조를 갖는 반도체 칩 패키지에서 리드프레임의 다이 패드와 반도체 칩을 접착시켜 주는 접착
제의 도팅시에 접착제가 다이 패드의 슬럿 내부로 흘러 들어가 이로 인한 작업성의 저하가 발생하는 문제
점이 있다.

또한, 도팅 방법으로 접착제를 사용할 경우, 슬럿이 형성된 다이 패드에서는 신뢰성의 확보를 위하여 다
이 패드 상의 슬럿의 점유율이 일정 점유율 이상이 되어야 하기 때문에 반도체 칩의 크기가 작은 small 
chip인 경우에는 적용할 수 없다는 문제점이 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 슬럿이 형성되어 있는 다이 패드와 반도체 칩과의 본딩 방법에서, 접착제를 사
용하는 다이 패드와 반도체 칩과의 본딩시에 접착제가 다이 패드의 슬럿으로 흘러드는 것을 방지하여 작
업성과 제품 신뢰성의 저하를 감소시킬 수 있는 다이 패드와 반도체 칩과의 본딩 방법을 제공하는 데 있
다.

또한, small chip의 경우에도 슬럿이 형성된 다이 패드의 적용이 가능한 본딩 방법을 제공하는 데 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법에 있어서, 
반도체 칩의 하부 면 전체에 접착제를 압력을 가하여 부착시키는 단계, 및 슬럿이 형성된 다이 패드 상부 
면에 접착제가 부착된 반도체 칩의 하부 면을 압력을 이용하여 접착하고 응고시키는 단계로 이루어지는 
것을 특징으로 하는 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법을 제공한다.

또한, 상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법에 
있어서, 슬럿이 형성된 다이 패드의 상부 면 전체에 고형의 접착제를 부착시키는 단계 및 접착제가 부착
된 다이 패드의 상부 면에 반도체 칩의 하부 면을 압력을 이용하여 접착하고 응고시키는 단계로 이루어지
는 것을 특징으로 하는 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법을 제공한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 보다 상세하게 설명하고자 한다.

본 발명의 일 실시예에 의한 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법은 다음과 같다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 의하여 반도체 칩의 하부 면 전체에 접착제가 도포된 상태를 나타내는 단
면도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 의하여 접착제가 도포된 반도체 칩의 하부 면을 슬럿이 형성된 다이 패드
의 상부 면에 접착시킨 상태를 나타내는 단면도이다.

도 2 및 도 3을 참조하면, 반도체 칩(110)의 하부 면 전체에 접착제(112)를 압력을 가하여 부착시킨다.  
슬럿(126)이 형성된 다이 패드(124) 상부 면에 접착제(112)가 부착된 반도체 칩(110)의 하부 면을 압력을 
이용하여 접착하고 응고시킨다.

또한 본 발명의 다른 실시예에 의한 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법은 다음과 같다.
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도 4는 본 발명의 다른 실시예에 의하여 슬럿이 형성된 다이 패드의 상부 면 전체에 접착제가 도포된 상
태를 나타내는 단면도이다.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 의하여 반도체 칩의 하부 면을 접착제가 도포되어 있는 슬럿이 형성된 
다이 패드의 상부 면에 접착시킨 상태를 나타내는 단면도이다.

도 4 및 도 5를 참조하면, 슬럿(126)이 형성된 다이 패드(124)의 상부 면 전체에 접착제(112)를 부착시킨
다.  접착제(112)가 부착된 다이 패드(124)의 상부 면에 반도체 칩(110)의 하부 면을 압력을 이용하여 접
착하고 응고시킨다.

도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩과의 본딩 방법을 이용한 반도체 
칩 패키지의 단면도이다.

도 6을 참조하면, 슬럿(126)이 형성되어 있는 다이 패드(124)의 상부 면에 접착제(112)가 도포되어 있고, 
도포된 접착제 층(112)의 상부 면에 반도체 칩(110)이 장착되어 있다.  다이 패드(124)에 대향하는 복수 
개의 내부 리드(120) 및 내부 리드(120)와 일체형인 복수 개의 외부 리드(122)가 형성되어 있고, 다이 패
드(124),  접착제(112),  반도체  칩(110)  및  내부  리드(120)는  성형  수지(130)에  의해  내재,  봉지되어 
있다.  그리고, 외부 리드(122)는 성형 수지(130)에 의해 봉지된 패키지 몸체로부터 돌출되어 있다.

본 발명에 의한 반도체 칩 패키지에서는 다이 패드(124) 상부 면에 위치하는 반도체 칩(110)의 하부 면 
전체에 접착제(112)가 도포되어 있기 때문에, 다이 패드(124)의 슬럿부(126) 상부에도 접착제 층(112)이 
도포되어 있는 구조를 갖고 있다.

    발명의 효과

이상 설명한 바와 같은 본 발명의 실시예들에 의한 슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩과의 본딩 방법
에 의하면, 슬럿이 형성된 다이 패드 상부에 위치하게 되는 반도체 칩의 하부 면 전체에 접착제 층을 형
성시켜 다이 패드의 슬럿부 상부에 위치하는 반도체 칩의 하부 면에도 접착제가 도포된 상태로 반도체 칩
을 슬럿이 형성된 다이 패드 상부 면에 압력을 가하여 접착하고 응고시킴으로써, 접착제가 다이 패드의 
슬럿으로 흘러드는 것을 방지하여 작업성과 제품 신뢰성의 저하를 감소할 수 있다는 효과가 있다.

또한, small chip의 경우에도 슬럿이 형성된 다이 패드를 사용할 수 있다는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법에 있어서,

반도체 칩의 하부 면 전체에 접착제를 압력을 가하여 부착시키는 단계; 및 

슬럿이 형성된 다이 패드 상부 면에 상기 접착제가 부착된 반도체 칩의 하부 면을 압력을 이용하여 접착
하고 응고시키는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법.

청구항 2 

슬럿이 형성된 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법에 있어서,

슬럿이 형성된 다이 패드의 상부 면 전체에 고형의 접착제를 부착시키는 단계; 및

상기 접착제가 부착된 다이 패드의 상부 면에 반도체 칩의 하부 면을 압력을 이용하여 접착하고 응고시키
는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 다이 패드와 반도체 칩의 본딩 방법.

도면

    도면1
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    도면6
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